
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +4822 5487816, 5487805| imif.lukasiewicz.gov.pl 

AE:PL-32190-17732-FJIEG-29; e-mail: sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl 

NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918,  BDO: 000505091   

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821  

Konto bankowe: mBank S.A.  47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 
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 Warszawa, dnia 20.05.2025 r. 

 

 

 

Dotyczy: przetargu na dostawę urządzenia do osadzania metalizacji PVD - nr 

postępowania F2/61/2025/ZP.  

 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w: 
 
 

 Rozdziale IV Informacje dodatkowe: 

 

Po zmianie ust. 2 w Rozdziale IV  SWZ przyjmuje brzmienie: 

 

2. Zamawiający  nie dokonuje podziału zamówienia  na części, a co za tym 

idzie nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

W ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia jest niepodzielny ze względu 

na budowę urządzenia i zachowanie jego funkcjonalności. Urządzenie składa się 

z podzespołów, które stanowią integralną całość. Odpowiednia konfiguracja i 

współdziałanie wszystkich elementów sterowane odpowiednim, przeznaczonym 

do obsługi urządzenia oprogramowaniem rozwijanym i dopracowanym przez 

Wykonawcę zapewnia jego prawidłowe działanie zgodnie z przeznaczeniem, tj. 

kontrolowanego i powtarzalnego osadzania cienkich warstw metalicznych na 

epitaksjalnych płytkach półprzewodnikowych o strukturach planarnych. 

 
Uwaga! 
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania  
i składania ofert.  


